
XXX单板PCB设计说明
公司名称：（贵公司的名称）
联系人：（硬件设计者或接口人）
联系方式：（硬件设计者或接口人的联系方式）
单板名称：（单板的名称）
单板类型：（数字板、模拟板、数模混合板、电源板、射频板、背板、工装板或其它）
应用软件及版本：（请注明使用的设计软件及准确的版本）                           
日期：（编写设计说明日期）
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1 提交文件列表（必填）
	PCB设计
	□
	PCB结构尺寸图(DXF格式)
	  □
	器件封装库

	
	　□
	PCB设计原理图
	　□
	单板信号流程图

	
	　□
	器件BOM清单
	　□
	网表

	
	　□
	PCB设计说明(基本设计要求及电气性能要求)

	
	　□
	其他_____________________________

	仿真分析
	　□
	IBIS模型
	  □
	需要仿真的关键网络表

	
	　□
	仿真设计说明书（仿真速度、时序要求、负载说明等）

	
	　□
	其他_____________________________

	封装库建库
	　□
	器件书面资料
	  □
	器件实物

	
	  □
	其他_____________________________


2 单板名称（必填）
需要在PCB板上标注的名称。
3 应用软件及版本（必填）
4 单板原理图（或网表）设计说明（必填）
4.1 单板概述
4.2 原理结构框图
4.3 关键器件说明（包括datasheet等）
5 单板功率列表（必填）
	序号
	网络名称
	电压值（V）
	电流值（A）
	最大功耗（W）
	电源简述
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


6 仿真设计要求(SI、串扰、时序)
7 工艺结构要求（必填）
7.1 PCB基材和表面镀层

一般为FR4，表面镀锡。
7.2 焊接工艺
一般为双面回流焊（贴片）＋手工补焊（插件）。
7.3 结构要求
7.4 其它要求
8 布局、布线要求（必填）
8.1 建议叠层
8.2 阻抗要求
8.3 信号线列表
8.3.1 时钟、复位线
	序号
	信号名称
	信号类型、阻抗要求及线宽设计
	信号频率
	等长约束
	其它要求
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


8.3.2 差分线
	序号
	信号名称
	信号类型及阻抗要求
	信号频率
	其它要求
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


8.3.3 模拟线

	序号
	信号名称
	信号类型及线宽设计
	信号功率
	其它要求
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


8.3.4 总线

	序号
	信号名称
	信号类型及阻抗要求
	信号频率
	等长约束
	其它要求
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


8.3.5 其他重要信号线
8.4 其它布局、布线要求
9 EMC设计要求
10 热设计要求
11 可测试性、调试性设计要求
12 DFA可装配性要求
13 丝印标注（必填）
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